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Abstract (en)
[origin: US4762498A] A pin-shaped contact element to be connected or fastened in a metallized conductor plate bore has a fastening portion with
two sidepieces which are movable towards each other and which are connected to each other by a resilient, undulating connecting bridge, the edges
of the side pieces which come into contact with the bore walls and the juncture between the bridge and the side pieces being rounded.

Abstract (de)
Für ein stiftförmiges Kontaktelement zur Befestigung in metallisierten Leiterplatten-Bohrungen (13), das einen Befestigungsabschnitt mit
zwei gegeneinander beweglichen Seitenteilen (3), die durch einen elastischen Verbindungssteg (9) miteinander verbunden sind, aufweist, ist
vorgesehen, den wellenförmigen Verbindungssteg im mittleren Bereich der inneren Fläche der Seitenteile (3) anzuordnen. Weiterhin sind die mit der
Bohrungswandung (Metallisierung 15, 16) in Kontakt tretenden Kanten (8) der Seitenteile (3) mit Rundungen versehen.
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